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Abstract (en)
The control has a manipulation element for manipulating a tempering fluid flow rate at which a microstructure evaporator i.e. counter-current
heat exchanger (1), is operated. A temperature detection device is provided before an inlet (11) and an outlet (12) of the heat exchanger. The
manipulation element is switchable or regulatable. The detection device has a temperature sensor for measurement or a bimetal element for
monitoring of a temperature. The manipulation element has a flow valve for regulating flow resistance and/or a stop valve i.e. solenoid valve (6).

Abstract (de)
Temperaturregelung fur einen Mikrostrukturverdampfer (1) zur Kiihlung von Flissigkeiten (2), wobei der Mikrostrukturverdampfer mit einem
Temperierfluiddurchfluss (8) betrieben wird. Aufgabe ist es, eine preiswerte und zuverlassige Temperaturregelung fir einen Mikrostrukturverdampfer
zur Kihlung von Fluiden, vorzugsweise Flissigkeiten vorzuschlagen, Die Aufgabe wird mit mindestens einem Mittel (5, 6) zur Manipulation des
Temperierfluiddurchflusses gelost.
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